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Triiger mit einem IC-Baustein.
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verbunden sind und an dem jeweils anderen Ende in eine

Kontaktfliche (4) miinden. Wihrend die Kontaktflichen

auf der dem Baustein abgewandten Seite des Trégers inner- 8
halb des Umrisses des Bausteins angeordnet sind, werden
die Leiterbahnenden durch ausgestanzte Fenster (3) am
Triger mit den entsprechenden Anschlusspunkten des
Bausteins verbunden. Der Trdger weist daher eine sehr
kompakte, flichenmissig der Grosse des IC-Bausteins (6)
angepasste Form aus.

Ende mit einem Anschlusspunkt eines IC-Bausteins (6)
—
|

@ Der Tréger ist ein Filmstreifen (1) , auf dem mehrere 2
4

Leiterbahnen (7) angeordnet sind, die an jeweils einem B/
I
|
t

6/‘:___._
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PATENTANSPRUCHE

1. Tréger mit einem IC-Baustein, der mit Hilfe einer soge-
nannten Kontaktspinne derart auf dem Triger befestigt ist, dass
die Leiterbahnen der Spinne an jeweils einem Ende mit den ent-
sprechenden Anschlusspunkten des Bausteins verbunden sind
und an den jeweils anderen Enden in Kontaktflachen miinden,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktflichen (4) auf der
dem Baustein (6, 11) abgewandten Seite des Trigers im wesent-
lichen innerhalb des Umrisses des Bausteins (6, 11) angeordnet
sind und die Verbindungen der Leiterbahnenden (7, 10) mit den
entsprechenden Anschlusspunkten (8, 8a, 8b) des Bausteins (6,
11) durch ausgestanzte Fenster (3) im Tréager (1) hindurch her-
gestellt sind.

2. Tréger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Leiterbahnenden (7) durch die Fenster (3) hindurch direkt,
mit im Bereich der Fenster (3) liegenden Anschlusspunkten 8)
verbunden sind.

3. Tréger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Leiterbahnenden (10) die Fenster (3) flichenmassig iiber-
decken und die Anschlusspunkte (8) iiber feine Golddréhte (15)
durch Bondiertechnik mit der Unterseite der Leiterbahnen (10)
verbunden sind.

4. Tréger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Leiterbahnenden (10) durch die Fenster (3) hindurch auf die
Riickseite des, gegebenenfalls mit dem Tréger (1) verklebten
Bausteins (11) gebogen und mit den dort befindlichen An-
schlusspunkten (8) verbunden sind.

5. Tréger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Leiterbahnenden (10) durch die Fenster (3) hindurch zwi-
schen Trégerunterseite und Bausteinoberseite hineingefiihrt und
mit den auf der Bausteinoberseite angeordneten Anschluss-
punkten (8) verbunden sind.

6. Tréger nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Teil der Leiterbahnenden durch die Fenster hindurch zu An-
schlusspunkten (8a) auf der Riickseite des mit dem Triger ver-
klebten Bausteins (11) gebogen sind und ein Teil der Leiter-
bahnenden zu direkt unterhalb der Fenster (3) liegenden An-
schlusspunkten (8b) gefiihrt sind.

Die Erfindung betrifft einen Triger mit einem IC-Baustein,
der mit Hilfe einer sogenannten Kontaktspinne derart auf dem
Tréger befestigt ist, dass die Leiterbahnen der Spinne an jeweils
einem Ende mit den entsprechenden Anschlusspunkten des
Bausteins verbunden sind und an den jeweils anderen Enden in
Kontaktflachen miinden.

Ublicherweise werden IC-Bausteine in einfach zu handha-
bende Gehduse, z.B. in sogenannte Dual-In-line-Gehiuse einge-
baut, die relativ zu den Abmassen des Bausteins ein grosses Vo-
lumen aufweisen. Das wirkt sich vor allem bei komplexen
Schaltungsanordnungen nachteilig aus, wenn diese auf engstem
Raum unterzubringen sind.

Es ist daher schon vorgeschlagen worden, die IC-Bausteine
unverkapselt zu verarbeiten, wobei der Baustein zur besseren
Handhabung beispielsweise auf einem Filmstreifen montiert
wird. In diesem Zusammenhang ist die sogenannte «Mikro-
pack-Anordnung» (siche Sonderdruck der Fa. Siemens «bautei-
le report» 16, 1978, Heft 2, Seite 40-44) bekannt geworden, die
tiberall dort vorteilhaft eingesetzt werden kann, wo fiir eine
Schaltungsanordnung nur ein eng begrenztes Einbauvolumen
zur Verfiigung steht (Schaltungen fiir Uhren, Horgerite und
dgl.). )

Als Ausgangsmaterial fiir die genannte Anordnung wird ein
temperaturfester Folienstreifen verwendet. Aus diesem werden
in dquidistanten Abstinden, den Abmassen des Bausteins ange-
passte Fenster ausgestanzt. Der Folienstreifen wird mit einem

leitenden Material beschichtet, aus dem derart Leiterbahnen ge-

dtzt werden, dass sich deren Enden freitragend in den Fenster-

bereich erstrecken. Schliesslich werden die Anschlusspunkte des

Bausteins mit den entsprechenden Enden der Leiterbahnen ver-
5 bunden. Die offenen Enden der Leiterbahnen miinden in gut
zugéngigen Kontaktflichen und sind rings um den Fensterbe-
reich auf dem Film angeordnet. Damit lassen sich Mikropack-
Anordnungen notfalls auch von Hand in beispielsweise ge-
druckte Schaltungen iiblicher Bauart einloten.

In jiingster Zeit ist auch vorgeschlagen worden, unverkap-
selte Bausteine der genannten Art beispielsweise in Ausweiskar-
ten oder dhnlichen Datentrégern einzubauen. Dabei ist zu be-
riicksichtigen, dass Ausweiskarten in jhrem téglichen Gebrauch
starken Belastungen ausgesetzt sind, so dass eine moglichst klei-
ne Bauform anzustreben ist. Andererseits sollten die Kontakt-
flichen auf dem den Baustein tragenden Film von vornherein
so ausgebildet sein, dass eine direkte Kontaktabnahme bei der
Benutzung der Karte im Automaten beispielsweise mit Kontakt-
stiften moglich ist.

Da bei der genannten Anordnung die Kontaktflichen, die
bei galvanischer Kontaktabnahme in einem Automaten eine

- Mindestfléche von 1-2 mm? aufweisen miissen, rings um den
Fensterbereich angeordnet sind, hat die gesamte Anordnung
noch erheblich gréssere Abmasse als der eigentliche IC-

25 Baustein.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, einen Triger mit
einem IC-Baustein vorzuschlagen, der gegeniiber bisher be-
kannt gewordenen Anordnungen kleinere, dem IC-Baustein
besser angepasste Abmasse aufweist.

Die Aufgabe wird erfindungsgeméss dadurch gelost, dass
die Kontaktfldchen iiber dem Baustein auf der dem Baustein
abgewandten Seite des Trégers innerhalb des Umrisses des Bau-
steins angeordnet sind und die Verbindungen der Leiterbahnen-
den mit den entsprechenden Anschlusspunkten des Bausteins
durch ausgestanzte Fenster im Triger hergestellt sind.

Die erfindungsgemisse Losung liefert kompakte, flichen-
missig dem IC-Baustein angepasste, filmkontaktierte Tréger,
die iiberall dort gut einsetzbar sind, wo nur sehr geringe Ein-
baufldchen zur Verfiigung stehen.

Die geringen Abmasse des Trégers lassen nur eine entspre-
chend geringe Angriffsflichen gegeniiber mechanischen Bean-
spruchungen zu. Aus diesem Grund sind sie besonders gut fiir
den Einbau in Tréger, wie beispielsweise Ausweiskarten geeig-
net, die in ihrem Gebrauch starken mechanischen Beanspru-

45 chungen unterliegen.

Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den
nachfolgend beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen.

In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemdsse Anordnung in der Aufsicht,

Fig. 2 die Anordnung der Fig. 1 im Schnitt und die

Fig. 3-6 weitere Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung.

In dem in den Fig. 1 und 2 gezeigten Ausfiihrungsbeispiel ist
der IC-Baustein 6 auf einem als Filmstreifen 1 ausgebildeten
Tréger montiert. Die iiblicherweise bei den Filmstreifen, z.B.
ss Super-8-Filmen, vorhandene Perforation 2 kann zum Transport

des Films wihrend der Produktionsphasen des Tragers genutzt
werden.

Auf dem Filmstreifen sind Kontaktfldchen 4 angeordnet,
deren Leiterbahnenden 7 mit den entsprechenden Anschluss-

60 punkten 8 des IC-Bausteins 6 verbunden sind (siehe auch Fig.
2).

Die Kontaktfldchen 4 sind in ihrer Anordnung sowie ihrer
flichenmassigen Ausdehnung so gewihlt, dass wihrend der An-
kopplung des Trégers an ein elektrisches Gerit eine direkte

65 Kontaktabnahme beispielsweise mit geeigneten Kontaktstiften
méglich ist. Die Leiterbahnenden 7 sind iiber aus dem Film-
streifen 1 ausgestanzten Fenstern 3 angeordnet. In einer bevor-
zugten Ausfiihrungsform sind die Fenster 3 derart gestaltet,
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dass die Leiterbahnenden freitragend in den Fensterbereich 3
ragen und somit wihrend der Kontaktierung durch die Fenster
hindurch mit dem IC-Baustein verbunden werden k6nnen.

Zur Herstellung wird der Filmstreifen 1 in einem ersten Ar-
beitsgang in regelméssigen Abstdnden einem Stanzvorgang un-
terzogen, wobei sich beispielsweise das in der Fig. 1 gezeigte
Stanzmuster mit den Fenstern 3 ergibt. Anschliessend wird eine
Seite des Filmstreifens mit einer leitenden Schicht iiberzogen,
aus der nach bekannten Verfahren die zur Montage des IC-
Bausteins notwendigen Leiterbahnen (4, 7) gedtzt werden. 1

In dem gezeigten Ausfiihrungsbeispiel sind die Leiterbahnen
in der Form geétzt, dass sich tiber der Baustein-Oberfliche in-
nerhalb des Umrisses des Bausteins auf dem Filmstreifen 1 die
Kontaktflichen 4 und iiber den ausgestanzten Fenstern die mit
dem Baustein zu verbindenden Leiterbahnen 7 ergeben. 1

Zur Fertigstellung werden die Leiterbahnenden 7 durch die
ausgestanzten Fenster 3 des Filmstreifens auf die Anschluss-
punkte 8 des IC-Bausteins 6 gefiihrt und mit diesem durch ei-
nen Lotprozess verbunden.

Wie die Fig. 2 zeigt kann der Baustein —flexibel gehaltert
— in einem gewissen Abstand zum Filmstreifen 1 kontaktiert
werden. Steht fiir den spiteren Verwendungszweck nur eine
sehr geringe Einbautiefe zur Verfiigung, wird man den Baustein
6, z.B. durch Verkleben, direkt am Filmstreifen anliegend, mit
den Leiterbahnenden verbinden.

Bei den in den Fig. 3 und 4 gezeigten Trigern werden die
Leiterbahnenden der Kontaktfldchen so vorbereitet, dass auch
die Montage von IC-Bausteinen mit gegeniiber den ersten Bei-
spielen enger zusammenliegenden Anschlusspunkten moglich
ist.

Bei der in der Fig. 4 gezeigten Ausfithrungsform werden die
Leiterbahnenden 10 vor der Kontaktierung des Bausteins 11
durch die ausgestanzten Fenster 3 auf die den Kontaktflichen 4
gegeniiberliegenden Seite des Filmstreifens gebogen. Die An-
schlusspunkte 8 des Bausteins 11 werden dann mit den umgebo- 3
genen Leiterbahnenden 10 verbunden.

Bei dem in der Fig. 3 gezeigten Ausfiihrungsbeispiel werden
die Leiterbahnenden 10 durch die ausgestanzten Fenster 3 des
Filmstreifens um den IC-Baustein gebogen und daraufhin mit
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den Anschlusspunkten des Bausteins verbunden. Der IC-Bau-
stein kann vor dem Biegevorgang durch einen geeigneten Kleber
12 auf dem Filmstreifen 1 befestigt werden, damit er wiahrend
des Biegevorgangs sicher positioniert ist.

Die Fig. 5 zeigt ein Ausfithrungsbeispiel des erfindungsge-
maéssen Tragers, bei dem der IC-Baustein 11 in der sogenannten
Bondiertechnik kontaktiert ist. In diesem Fall werden die An-
schlusspunkte 8 des Bausteins 11 iiber feine Golddrahtchen 15
durch die Fenster 3 des Filmstreifens mit den Leiterbahnenden
der Kontaktflachen verbunden. Bei dieser Ausfiihrungsform
kann, wie beispielsweise in Fig. 5 gezeigt, die tiber die ausge-
stanzten Fenster 3 hinausragende Form der Leiterbahnenden 10
sinnvoll sein.

Die Fig. 6 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel des erfindungsge-
mdssen Trégers, bei dem ein IC-Baustein 11 verarbeitet worden
ist, der Anschlusspunkte 8a, 8b auf der Vor- und Riickseite
aufweist. Die verwendeten Kontaktiertechniken wurden anhand
der Fig. 2 und 3 beschrieben.

Neben der Moglichkeit, die Kontaktfldchen aus einer leiten-
den Filmbeschichtung auszuétzen, ist es auch bekannt gewor-
den, die Elemente unabhéngig vom Tréger bzw. Filmstreifen in
einem separaten Verfahrensgang in Form einer sogenannten
Kontaktspinne herzustellen.

Die Kontaktspinne mit den Leiterbahnenden bzw. Kontakt-
flachen wird erst wahrend des Kontaktiervorgangs beispielswei-
se mittels eines Klebers auf dem Filmstreifen fixiert. Im glei-
chen Arbeitsgang kénnen die Leiterbahnenden, wie anhand der
gezeigten Figur erldutert, mit den entsprechenden Anschluss-
punkten des Bausteins verbunden werden.

Bei dem oben genannten Verfahren werden alle Kontaktfla-
chen und die zugehorigen Leiterbahnenden gemeinsamm verar-
beitet, da sie Elemente eines gemeinsamen Rahmens, der soge-
nannten Kontaktspinne sind.

Es ist andererseits auch méglich, die Elemente (Kontaktfl4-
che mit Leiterbahn) als Einzelstiicke herzustellen und gemdss
der Erfindung zu verarbeiten. Die Elemente konnen in diesem
Fall aus leitendem Material, das gegebenenfalls mit dem Film-
streifen verbunden ist, beispielsweise nach dem «Etikettenprin-
zip» ausgestanzt werden.

1 Blatt Zeichnungen
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